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1. はじめに

　部品内蔵技術委員会の下では，さまざまな研究会やワー
キンググループ (WG)が活動している。当技術委員会の活
動目的は，「受動素子内蔵技術に加え，急速に開発・採用が
進んでいるプリント配線板への能動素子内蔵技術を中心と
し，さらに WLP・シリコンサブストレート型 SIP・
MEMS・光デバイスなどの次世代部品の内蔵化技術に対
し，その共有できる技術的課題などの抽出整理，構造や用
語を含めた技術標準とロードマップの作成を行い，国内外
の規格団体への提案を通じて認知・普及促進することで，
電機・電子業界発展に寄与すべく広く活動すること」とし
ている。技術委員会および公開研究会など，1回／月の活
動を行っている。
　その中で EDA-WGは，2013年に発足し，活動してきて
いる。部品内蔵基板は小型化，薄型化，高性能化に大きく
貢献できる技術であるが，課題も多い。設計段階でいかに
製造段階での課題を理解し，設計に織り込めるかが勝負で
ある。EDAは Electronic Design Automationの略で，電子機
器，半導体など電子系の設計作業を自動化し，支援するた
めのソフトウェア，ハードウェアおよび手法の総称を言
う。本稿では，「EPADs EDA-WG」の近況を報告する。

2. EPADs EDA-WGの活動

2.1	 EDA-WG 活動概要

　部品内蔵基板がブレークスルーするためには，コスト低
減が必至課題である。特に，発注前の品質検討（ベンチ
マークテスト）に時間とお金がかかっている。部品内蔵基
板は一般的な PWB製造工程と異なり，部品搭載を行う工
程を含んだ工程となる。製造工程にも多くのバリエーショ
ンがあるため，多次元の変数になる。実験で試せる範囲に
は限界があり，実際の量産時に思わぬエラーが起きてしま
い，さらに追加実験を強いられることがある。これではい
くら良い技術でもビジネスに結びかない。このための解決
の手法としては，解析技術の上手な活用が近道である。
　例えば内蔵している部品を含めて構造解析するために

は，対象物の形状と材質特性が入力情報になる。しかし，
まともに解くと，解析に時間がかかり，決められた時間内
に解析結果が出力できなくなってしまう。ゴールの精度を
落としても，時間内に解を出すことが肝要である。この丁
度良いところを探るのが，このWGの活動目的である。
　並行して，EPADsロードマップWGでも今後開発される
べき技術項目として挙げられている「部品内蔵基板の検査
や出荷試験」に係る「部品内蔵基板設計技術」も討議を始
めている 1)。
2.2	 部品内蔵基板における構造解析技術

2.2.1 現状の活動
　定例会を通して，今までの実装現場で行われてきた事象
や解析事例の収集を行っている。各種セミナーイベントで
の講演資料や業界雑誌記事，Webでの情報を各委員が持ち
寄り，調査している。調査の範囲は，部品内蔵基板だけで
なく，関連する半導体，パッケージや MID (Molded 
Interconnect Device)なども範囲に加えている。はんだ解析
事例を図 1に示す。

2.2.2 CADと CAEとのインテグレーション
　従来，基板設計用 CAD (Computer Aided Design)と構造解
析の CAE (Computer Aided Engineering)とは，単にインター
フェースをとるだけであった。その結果，解析する側で
は，解析時間を短く，かつ欲しい結果が精度良く，特性が
分かり易い表現になるように，事前に「解析目的に応じた
加工」技術が必要とされていた。また，構造が複雑になれ
ばなるほど，解析時間もかかり，設計へのフィードバック
が遅れてしまうという問題を持っていた。
　一方で「解析目的に応じた加工」には，設計の意図を組
み込まなければいけないことも多くあったが，そのような
情報は CAD側にあり，なかなか反映が難しく，時間もか
かる作業になっていた。
　そこで近年では，この「解析目的に応じた加工」を CAD
側でやってしまって，CAE側の負担を大幅に軽くする手法
が出てきている。このような手法をインテグレーションと
呼んでいる。図 2に例を示す。
　部品内蔵基板では熱や応力の検証を目的とした解析を使
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